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RO 126722 B1

Inventia se refera la un dispozitiv pentru prinderea si realizarea unui contact electric
pe suprafata unei plachete de siliciu.

in literaturad, sunt descrise diverse dispozitive de etansare cu contact electric. Sunt
prezentate sisteme ce utilizeaza ca etansgare o-ringuri, prin strdngerea intre doua suprafete
cu suruburi si realizarea contactului electric pe spatele suprafetei plachetei. Dezavantajele
acestor sisteme constauin faptul ca, la montarea plachetei in dispozitiv, in timp ce suruburile
sunt stranse, exista riscul crescut de spargere a plachetei in dispozitiv, daca suruburile nu
sunt stranse uniform in diagonala. La aceste dispozitive, contactul electric este realizat pe
spatele plachetei de siliciu gi caracteristicile curent-tensiune sunt influentate de
tipul/concentratia dopantului in placheta. Alte sisteme utilizeaz& aerul sub presiune, pentru
fixarea si etansarea plachetei de siliciu in procese de anodizare, asa cum este descris in
brevetul US 5458755 A.

Sunt citate, in literaturda, dispozitive ce utilizeazd vacuum-ul, pentru prinderea,
etansarea si realizarea contactului electric pe spatele plachetelor, expunand, in electrolit,
cealalta suprafatd, asa cum este prezentat in brevetul US 4428815 A, precum si sisteme ce
utilizeaza mai multe plachete in timpul procesului, asa cum este descris in US 6517697 B1.
Contactul electric este realizat, de asemenea, pe spatele plachetei. Aceste sisteme prezinta
avantajul ca suprafata de interes supusa prelucrarii este folosita in totalitate.

Sunt utilizate sisteme de anodizare sau porozificare a suprafetelor plachetelor de
siliciu, unde contactul este realizat pe fata de interes a plachetei, punctul de contact nefiind
imersatin electrolit. in brevetele US 5458756 A i US 5501787 A, sunt prezentate asemenea
dispozitive. In cazul anodizarilor diferitelor straturi metalice, depuse pe placheta de siliciu,
exista riscul ca la interfata electrolit/aer pe placheta de siliciu, reactiile chimice sa decurga
diferit, cu riscul intreruperii contactului pentru suprafata imersata in electrolit. De aceea, este
necesara utilizarea unui sistem de etansare a contactului, astfel incat reactiile chimice care
au loc s& nu afecteze contactul electric si s decurga uniform, pe toata suprafata expusa in
electrolit.

O solutie de prevenire a corodarii in plasma in locuri nedorite ale unei plachete
semiconductoare este prezentata in cererea de brevet US 6165276 A (Lu Wen-Chuan,
TW, 2000). intr-o incinta de corodare in plasma, pe un piedestal se afla o suprafata de pozi-
tionare pentru o plachetd semiconductoare. Pe aceasta suprafata, se afla un electrod
inferior, pe care se plaseaza placheta. Placheta este fixata cu un colier. Printr-un orificiu, se
introduce gaz sub presiune in incintd, pentru a fixa placuta semiconductoare. Colierul de
siguranta cuprinde un dispozitiv de prindere de forma concava, cu o suprafata semi-eliptica,
acoperita cu polimer, pentru a preveni corodarea uneia dintre fetele plachetei expuse
corodarii. Peste colierul de siguranta, se plaseaza un inel din cuart. Deasupra, se afla cel de-
al doilea electrod de corodare si o placa de racire.

O alta solutie de dispozitiv de prindere a unei plachete se poate folosi pentru racirea
rapida sau cresterea rapida a temperaturii la imersarea plachetei intr-un lichid. Dispozitivul
cuprinde o masa cu o suprafatd pentru plasarea plachetei, realizatd dintr-unul dintre
materialele: Al-C, Al-SiC, Si-SiC, SiC, AIN, C, Cu si Al. Un suport cilindric cu conductivitate
termicé scazuta fatd de suprafata mesei este asezat pe partea opusa celei pe care se
plaseaza placheta si cuplat etang la masa de amplasare a plachetei. Se creeaza o portiune
de gaz intre masa si suportul cilindric. In aceastd deschizatura, se plaseaza un modul de
racire si un corp de generare de caldura. Aceasta deschizatura este izolata de atmosfera din
incinta de procesare. Masa pentru plasarea plachetei are o conductivitate termica > 50 W/mK
(JP 2009094138 A, Itakura Katsuhiro, 2009).
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Problema tehnica, pe care o rezolva inventia, este fixarea plachetei semiconductoare,
concomitent cu contactarea electrica a acesteia, in incinta de procesare.

Este preferata utilizarea unui sistem care s& asigure o buna etansare prin expunerea
numai a suprafetei de interes, un contact electric ferm, precum si o montare/demontare
usoara a plachetei de siliciu, fara a provoca spargerea plachetei, deteriorarea marginilor sau
impurificarea pe parcursul procesului.

Inventia de fata prezintd avantajul utilizarii unui sistem simplu, prin realizarea unui
dispozitiv (holder) de prindere si etangare a unei plachete de siliciu, pentru prelucrarea
ulterioarain procese electrochimice precum anodizari, corodari sau depuneri electrochimice.
Sistemul de etansare intre doua granituri flexibile permite montarea/demontarea facila a
plachetei de siliciu, neexistand riscul de deteriorare. De asemenea, una dintre garnituri are
incastrat un inel metalic, care realizeaza, prin presare, un contact ferm, direct pe suprafata
supusa prelucrarii electrochimice, construit astfel incat inelul sa fie protejat de electrolit. Prin
realizarea contactului direct pe suprafata supusa prelucrarii, caracteristicile curent-tensiune
nu sunt influentate de tipul/concentratia dopantului in placheta. Ca dezavantaj, mentionam
ca nu este expusa intreaga arie a suprafetei de interes a plachetei, in timpul prelucrarii
electrochimice.

Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu figurile, care
reprezinta:

- fig. 1a, partile componente ale dispozitivului;

- fig. 1b, sectiune prin partile componente ale dispozitivului;

- fig. 2a, detalii corp de etangare dispozitiv;

- fig. 2b, detaliu gaura cilindrica;

- fig. 3, sectiune prin discul de presare;

- fig. 4a,- sectiune prin dopul de inchidere-etangare;

- fig. 4b, vedere a dopului, cu discul pentru strangere-desfacere manual3;

- fig. 5, detalii suport etansare-prelungire;

- fig. 6, detalii garnitura de contact.

in fig. 1, sunt prezentate partile componente ale dispozitivului descris in prezenta
inventie, vazute in format 3D si sectiune.

Dispozitivul este format dintr-un corp de etansare 101, o garnituré de etansare
inferioarad, cu contact metalic 102, un disc de presare-autocentrare 103, o garnitura de
etansare, superioara 104, un dop inchidere-etansare dispozitiv 105, un suport etansare-
prelungire contact 106, pentru realizarea contactului electric intre partea metalica a garniturii
102 si un conductor de cupru 107. intre cele doua garnituri 102 si 104, este prinsa o placheta
de siliciu 108, cu suprafata de interes indreptaté inspre garnitura 102.

Partile componente 101, 103, 105 si 106 sunt realizate din materiale plastice cu
rezistente chimice remarcabile la diferite substante chimice (exemple date): PFA -
perfluoroalchiloxi, PFEP - polietilena propilena fluorinatéd, PECTFE - polietilena clor trifluor
etilend, PVDF - poliviniliden fluorurd, PTFE - politetra fluoro etilena, PETFE - polietilen
trifluoro etilend, HFP - hexa fluoro propilend. Materialul plastic ales trebuie sa prezinte
coeficient de dilatare scazut, rezistentd chimica in solutii acide si bazice, rezistenta la
solventi si substante puternic oxidante. Materialul preferat este PTFE (politetrafluoroetilena).

in fig. 2, este prezentat corpul de etansare 101, in sectiune. Corpul prezinta o fanta
conica, in partea inferioara 201, pentru a facilita eliminarea bulelor de aer, la introducerea
dispozitivului in pozitie verticald, intr-un mediu lichid, o suprafata partial filetata 202, o degajare
filetatd 203, pentru realizarea si protejarea contactului electric pentru garnitura inferioara.
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in interiorul corpului de etansare, se afla un scaun 204, pentru lipirea si pozitionarea garni-
turii 104. Degajarea filetata 203 prezintd, in interiorul corpului, o0 gaura cilindrica 205, pentru
scoaterea contactului garniturii 102. Gaura cilindrica 205 este prezentata in detaliu 205a. O
suprafaté nefiletatd 206 are un diametru inferior suprafetei filetate 202, cu rolul de a autocen-
tra si pozitiona placheta de siliciu. O suprafata expusa 207 are un diametru mai mic, cuprins
intre 75 si 95% din diametrul inferior al fantei conice 201.

Suprafata neexpusa a plachetei de siliciu este realizata astfel incat sa acopere "flat'-
ul (marginea taiata) unei plachete de siliciu, in cazul in care se utilizeaza astfel de plachete.

Suprafata scaunului 204 este modificatd, prin corodarea cu agenti chimici pe baza
de metale alcaline si compusi amoniacali, pentru a facilita lipirea garniturii 104.

in fig. 3, este prezentat discul de presare 103, in sectiune, care are rolul de
autocentrare prin strdngere. Pe suprafata inferioara, se afla lipitd garnitura de etansare
superioara 104. O suprafata de contact 301 este modificata prin corodarea cu agenti chimici,
pentru facilitarea lipirii garniturii. Discul prezintd, pe suprafata exterioard, un cilindru 302,
pentru a facilita prinderea si extragerea din corpul de etansare, atunci cand este demontat.

In fig. 4, este prezentat, in sectiune, dopul 105, unde un filet exterior 401 este de
acelasi pas cu cel de pe suprafata 202. O suprafata de contact a dopului 402 prezinta santuri
concentrice, pentru a diminua aceasta suprafata de contact gi, totodata, pentru evitarea rotirii
discului 103, atunci cand dopul este strans. Dopul are, in partea superioara, un disc cu o
suprafatd laterald 403, prelucratd, pentru a permite strangerea sau desfacerea manuala.
Dopul prezinta in interior o suprafata conica 404.

in fig. 5, este prezentat, in sectiune, suportul de etansare-prelungire contact 106.
Pasul unui filet 501 este identic cu degajarea 203. Printr-un capilar 502, trece un conductor
metalic, lipit termic, printr-un orificiu de la o degajare 602. Suportul 106 prezintd, in zona de
contact a capilarului cu corpul 101, o degajare conica 503, cu rolul de a preveni deteriorarea
extensiei 602, lainfiletare. Etanseitatea suportului este asigurata de o garnitura din material
siliconic 504.

in fig. 6, este prezentat un detaliu al garniturii inferioare 102. Un inel de contact 601
este realizat din folie de cupru de 50...200 ym, avand suprafata acoperitd cu un metal
protector, depus electrochimic sau prin pulverizare, care protejeaza impotriva oxidarii inelul
de cupru. Lipirea inelului de garnitura a fost realizata cu ajutorul unei matrite. Prin turnarea
materialului siliconic peste inelul prins pe suprafata interioara a matritei, s-a realizat lipirea
si incastrarea. Suprafetele 601 si 603 sunt la acelasi nivel, in sensul c& suprafata, in
ansamblu comuna, nu prezinta nicio denivelare.

Metalul protector depus peste inelul de cupru, inainte de realizarea garniturii de
contact, poate fi crom, aur sau platind. Metalul preferat este aurul.

Inelul de contact prezinta o extensie cu orificiu 602, pentru prelungirea contactului
electric, printr-un conductor de cupru ce trece prin capilarul 502. Suprafata de contact 603
trebuie sa prezinte o planeitate foarte buna, pentru etansare.

Dispozitivul conform inventiei se poate folosi pentru plachete de dimensiunile 2, 3,
4 si 6 inch.
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Revendicari

1. Dispozitiv pentru prinderea si realizarea unui contact electric pe suprafata unei
plachete de siliciu, caracterizat prin aceea ca are in alcatuire un corp de etansare (101),
realizat din material plastic, o garnitura inferioara, flexibila, de etansare (102), prevazuta cu
un inel de contact metalic, un disc de presare-autocentrare (103), o garniturd superioara,
flexibila, de etansare (104), un dop de inchidere-etansare (105), corpul de etansare (101)
fiind prevazut cu un suport de etansare-prelungire contact (106), folosit pentru asigurarea
contactului electric direct cu suprafata plachetei, intre inelul metalic al garniturii inferioare
(102) si un conductor de cupru (107) care strabate suportul (106), astfel incéat, pentru a fi
procesatd o placheta de siliciu (108), este pozitionatd cu suprafata de interes inspre
garnitura inferioara (102), este prinsa intre cele doua garnituri flexibile, inferioara (102) si
superioara (104), si are asigurat un contact electric prin conductorul de cupru (107).

2. Dispozitiv conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca, respectiv, corpul de
etansare (101), discul de presare-autocentrare (103), dopul de inchidere-etansare (105) si
suportul de etangare-prelungire contact (106) sunt realizate din materiale plastice cu rezis-
tenta chimica mare la atacul diverselor substante de tip solutii acide, solutii bazice, solventi,
substante puternic oxidante si au coeficient de dilatare scazut.

3. Dispozitiv conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca garnitura inferioara
(102) prezintd un inel de contact (601), realizat din folie de cupru cu grosimea de
50...200 um, care are o extensie cu orificiu (602), pentru prelungirea contactului electric la
conductorul de cupru (107) ce trece printr-un capilar (502) prevazut in suportul de etansare-
prelungire contact (106).

4. Dispozitiv conform revendicarii 3, caracterizat prin aceea ca inelul de contact
(601), extensia cu orificiu (602) a inelului si conductorul de cupru (107) sunt protejate anterior
realizarii garniturii (102), fata de mediul de imersie de tip electrolit, prin acoperire cu un metal
de tip crom, platina, aur, de preferinta, aur, depus electrochimic sau prin pulverizare.

5. Dispozitiv conform revendicarii 3, caracterizat prin aceea ca lipirea inelului
metalic de contact (601) de garniturainferioara (102) se realizeaza cu o matrita, prin turnarea
unui material siliconic peste inelul prins pe suprafata interioara a matritei, obtinandu-se atéat
lipirea, cat si incastrarea inelului si realizandu-se o suprafaté de ansamblu comuna, formata
din suprafetele (601 si 603) care nu prezinta nicio denivelare.

6. Dispozitiv conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca suprafetele de con-
tact (204 si 301) pe care se fixeaza garniturile superioara si inferioara (104 si 102) sunt
modificate prin corodare cu agenti chimici pe baza de metale alcaline si compusi amoniacali,
pentru facilitarea lipirii garniturilor.

7. Dispozitiv conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca se poate folosi
pentru plachete de dimensiunile 2, 3, 4 si 6 inch.
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